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Fraunhofer I1ZM setzt das E-Auto auf die Uberholspur

Silizium-Carbid wird seit mehreren Jahren in der Forschung als
vielversprechendes alternatives Material in der Halbleiter-Branche getestet. In
dem Projekt SiC Modul soll der Leistungshalbleiter jetzt auch auf den Weg zur
industriellen Fertigung gebracht werden.

Skeptiker der Elektromobilitat werfen kritische Fragen auf, zum Beispiel wie schnell ein
E-Auto fahren und welche Strecken man damit maximal zurlcklegen kann. Das hangt
von der eingebauten Leistungselektronik ab - elektronisch gesehen das Herz der
Elektromobilitat. Beim Einbau der Leistungselektronik sind drei Faktoren entscheidend:
Platz, Gewicht und Wirkungsgrad. Das Halbleitermaterial Silizium-Carbid (SiC) erfullt
diese Bedingungen, denn es hat einen hoheren Wirkungsgrad und kann bzw. muss
kompakter verbaut werden als gangige Halbleiter aus bloBem Silizium.

Zwar fahren bereits vereinzelt E-Autos mit SiC Halbleitern, doch besteht hier noch
erhebliches Potential, die Effizienz des SiC Halbleitermaterials voll auszuschopfen. Der
Schlissel fir den Erfolg von SiC liegt im Packaging der Halbleiter. Um das Material
auch far die groBindustrielle Fertigung zu verwenden, werden in dem Projekt SiC
Modul Rahmenbedingungen aus der Industrie von Anfang an mitgedacht. Zum Beispiel
beruht das Modul, welches in dem Projekt entwickelt wird, auf einem klassischen
Leiterplattenaufbau, wie er in der Industrie bereits etabliert und leicht umsetzbar ist.

Gleichzeitig werden in dem Modul die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung
verbaut: Der Halbleiter wird nicht mit einer Drahtbondverbindung kontaktiert, sondern
direkt Uber einen galvanisch hergestellten Kupferkontakt in die Schaltung eingebettet,
so dass die Kabellange verkirzt und die Leistungsfiihrung optimiert werden kann. Auch
dabei wird der potenzielle Kunde in die Entwicklung mit einbezogen: Im ersten
Projektjahr wurde ein Lastenheft erstellt, in dem die elektrischen, thermischen und
leistungsfahigen Anforderungen an Modul und Halbleiter definiert wurden. Die
Spezifikationen, die das Produkt erflillen muss, wurden in enger Zusammenarbeit mit
Anwendern wie Automobilherstellern, Baugruppenzulieferern und
Baugruppenfertigern aufgestellt und abgestimmt.

Lars Bottcher ist Gruppenleiter am Fraunhofer IZM und Teilprojektleiter fir das SiC-
Projekt. Er erklart: ,Wir gehen Uber die generelle Machbarkeit hinaus”, denn in dem
Projekt soll mehr als nur ein Prototyp entwickelt werden. Das Ziel ist daher sowohl das
neue Halbleitermaterial Silizium-Carbid, als auch die Einbett-Technik auf den Weg zur
Serienproduktion zu bringen.

Das Projekt wird vom Bundesministerium fir Bildung und Forschung im Rahmen des E-
Mobility-Calls mit einem Projektvolumen von 3,89 Millionen Euro gefordert und lauft
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von Januar 2018 bis Dezember 2020. Neben dem Fraunhofer IZM sind sieben weitere PRESSEINFORMATION
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Eingebettetes Silizium-Carbid auf dem Weg zur Serienproduktion in der
Elektromobilitat | © Volker Mai / Fraunhofer IZM

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die fihrende Organisation fiir angewandte Forschung in Europa. Unter
ihrem Dach arbeiten 72 Institute an Standorten in ganz Deutschland. Mehr als 26 600 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bearbeiten das jahrliche Forschungsvolumen von 2,5 Milliarden Euro. Davon fallen 2,1
Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung. Rund 70 Prozent dieses Leistungsbereichs
erwirtschaftet die Fraunhofer-Gesellschaft aus Auftragen der Industrie und 6ffentlich finanzierten
Forschungsprojekten. Internationale Niederlassungen sorgen flir Kontakt zu den wichtigsten gegenwartigen
und zukinftigen Wissenschafts- und Wirtschaftsrdumen.

Das Fraunhofer IZM: Unsichtbar — aber unverzichtbar: nichts funktioniert mehr ohne hoch integrierte
Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Grundlage fir deren Integration in Produkte ist die Verfligbarkeit
von zuverlassigen und kostenglinstigen Aufbau- und Verbindungstechniken. Das Fraunhofer IZM, weltweit
flhrend bei der Entwicklung und Zuverlassigkeitsbewertung von Electronic Packaging Technologien, stellt
seinen Kunden angepasste Systemintegrationstechnologien auf Wafer-, Chip- und Boardebene zur
Verfligung. Forschung am Fraunhofer IZM bedeutet auch, Elektronik zuverldssiger zu gestalten und seinen
Kunden sichere Aussagen zur Haltbarkeit der Elektronik zur Verfiigung zu stellen.
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